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(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR BONDING OF SUBSTRATES 

(54) Bezeichnung : VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM BONDEN VON SUBSTRATEN 

(57) Abstract: The invention relates to a device for bonding 
first substrates (2) to second substrates (2'), said device 
having the following features: a receptacle for receiving a 
carrier substrate (1), a placement means for placing a 
plurality of first substrates (2) on a substrate side (Is) of the 
carrier substrate (1) facing away from the receptacle and a 
fixing means for fixing each of the first substrates (2) on the 
substrate side (Is) to at least one fixing section (2a) of each 
first substrate (2). The invention furthermore relates to a 
method for bonding first substrates (2) to second substrates 
(2'), having the following steps, particularly the following 
order: placing a plurality of first substrates (2) on a substrate 
side (Is) of a carrier substrate (1) received on a receptacle 
and fixing each of the first substrates (2) on the substrate 
side (Is) to at least one fixing section (2a) of each first 
substrate (2). 

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft 
eine Vorrichtung zum Bonden von ersten Substraten (2) mit 
zweiten Substraten (2') mit folgenden Merkmalen: eine 
Aufiiahme zur Aufiiahme eines Tragersubstrats (1), einer 
Platzierungseinrichtung zur Platzierung mehrerer erster 
Substrate (2) auf einer von der Aufnahme abgewandten 
Substratseite (Is) des Tragersubstrats 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 
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(1) und einer Fixiereinrichtung zur Fixierung jedes der ersten Substrate (2) auf der Substratseite (Is) an mindestens einem 
Fixierabschnitt (2a) jedes ersten Substrats (2). Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zum Bonden von ersten 
Substraten (2) mit zweiten Substraten (2') mit folgenden Schritten, insbesondere folgendem Ablauf: Platzierung mehrerer erster 
Substrate (2) auf einer Substratseite (Is) eines auf eine Aufiiahme aufgenommenen Tragersubstrats (1) und Fixierung jedes der 
ersten Substrate (2) auf der Substratseite (Is) an mindestens einem Fixierabschnitt (2a) jedes ersten Substrats (2). 


